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経験則に基づくハンドブック予測方法による電子部品の故障率予測 

 

1．まえがき 

電気・電子システムにおいて、機能安全の概念が広がっている。機能安全の基本規格は、IEC 

61508 ed.2:2010「電気・電子・プログラマブル電子（E/E/PE）安全関連系の機能安全」1)であり、

自動車向けの機能安全規格は、ISO 26262「自動車－機能安全」2)である。これらの規格では、ハ

ードウエアの安全度水準（SIL（Safety Integrity Level））（自動車の安全規格では ASIL（Automotive 

SIL））の算出が求められている。 

 

SIL（ASIL）は、E/E/PE 安全関連系の当該安全機能に関する危険側故障率と定義されており、

部品で用いる単純な故障率とは異なっている。すなわち、安全機能が喪失し、危険側になる確率

である。SIL の評価方法では、電子機器の構成電子部品の故障率を基に算出している。 

 

部品の故障率算出方法では、信頼性データやフィールドデータを基に算出する方が高精度で予

測でき望ましいが、手元にデータが無い場合に、公表されている経験則に基づく故障率データ（ハ

ンドブックやデータブックと呼ばれる）を基に算出せざるを得ない。このような経験則に基づく

ハンドブック予測方法（部品毎に、予め定められた故障率が記載されているハンドブックを用い

る方法）は、1965 年に発表された MIL-HDBK-2173)を先駆けとして多種類ある。その中で、機能

安全規格で推奨されているモデルは、新しいハンドブック予測方法の IEC/ TR 623804)や FIDES5)

などである。 

 

 本稿では、新しいハンドブック予測である IEC/ TR 62380、FIDES、及び 217Plus を中心に、そ

のモデルの概要と各種電子部品への適用例をまとめる。 

 

2. 経験則に基づくハンドブック予測方法  

2.1 はじめに 

電子機器を構成する電子部品の故障率予測方法には、表 2.1 に示すような各種方法があり、そ

れぞれ長短がある。 

表 2.1 各種故障率予測方法 

 方法 概要 

１ 試験又はフィー

ルドデータから

の予測 

対象製品（改良製品や在庫製品を含む）の社内試験データやフィールドデ

ータから推定する。 

 

長所： 正確な予測可能  短所： データ取得が困難 

２ 類似製品データ

に基づく予測 

類似製品の試験データやフィールドデータより予測。 

類似性が低い場合は、得られている部品や回路の故障率を参考に予測。 

 

長所： ある程度の正確な予測可能 

短所： データ収集、解析が幾分困難 

３ 経験則に基づく

ハンドブック予

測 

過去の部品レベルのフィールドデータや試験データを基に導出した経験

則による予測。 

 MIL-HDBK-217、217Plus、IEC/TR 62380 など 

 




